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トとドライフィルムレジストの両製品を

1社で提供できることである。他のレジス

トメーカーを見渡しても，それを可能と

しているメーカーはない。

東京応化工業では，自社内に両製造ライ

ンを有しており，開発したレジストをユー

ザーニーズに合わせてフレキシブルに対応

可能であることは，大きな優位性と言える。

3. 三次元積層技術

一方，次世代半導体のキーテクノロジ

ーとして注目を集めているのが，TSV

（貫通電極）である。半導体チップを並

べて配置する二次元実装では，性能向上

が限界に達しつつあるため，これを三次

元に積層実装する技術が必須となってい

る。中でも，TSVは，チップ間を最短距

離で接続できることから，特にデバイス

メーカー各社が，開発を活発に進めてい

る技術である。なお，同技術については，

東京応化工業でも，すでに数年前から

Materials ＆ Equipment（装置と材料）

による横展開の強化の一環として開発を

強力に推進してきている。

レジスト開発の一例としては，「TZNR-

E1050」の製品化が挙げられる。Si貫通

電極形成においては，様々な形成手法が

検討されているが，最先端の開発におい

ては，形状プロファイルを向上させるた

めに，ウェーハを－30℃程度まで冷却す

る。そのため，通常のレジストなどでは，

クラックなどが入ってしまい使用するこ

とができない。TZNR-E1050では，その

ような過酷な条件下でも使用できるよう

に設計された，最先端のレジストである。

一方，ビアホールを形成した後には，

Cuによるめっきが行われる。しかしなが

ら，数十μm～数百μmのビアホールの

深部にまでCuめっき液を良好に埋め込む

ことは非常に難しい。そこで同社では，

同プロセスにも対応したレジストの開発

を急ピッチで進めている。製品化にほぼ

メドがついたようだが，製品・技術の詳

細については，ノウハウに関連するため，

今のところ明らかにされていない。

MEMS分野が本格成長

昨今，市場の拡大が本格しているマイ

クロマシン/MEMSであるが，余りにも

応用範囲が広すぎるため，東京応化工業

では，自動車向けセンサやSaw フィル

ター，インクジェット・ノズル，バイオ

チップ等のアプリケーションに絞り込ん

だ製品展開を図っている。

その一つが，永久膜用化学増幅型ネガ

レジスト「TMMRシリーズ」（TMMR

の“R”は液レジストを指し，それをド

ライフィルム化したものが「TMMFシ

リーズ」）となる。当初は，解像性の良

いエポキシ系樹脂の「TMMR S2000」を

製品化したが，その後，Non-Sbタイプ，

さらに現在ではNon-Sb/Non Halogenタ

イプ「TMMR N-S4000」など，環境負荷

低減を考慮した製品を開発し，同社なら

ではの製品化を推進している。

ユーザーニーズが新しい応用を創出

本稿では，東京応化工業のレジストに

おける新たな展開の一端を紹介してきた

が，先述のMEMS向け永久膜用化学増幅

型レジストなどを含め，応用分野が必ず

しも固定されている訳ではない。つまり，

ユーザーニーズと同社の技術力の融合

が，さらに新たな可能性を導き出すこと

ができるのだ。近い将来，業界に革新を

もたらす技術・材料が開発されることを

ここに期待したい。
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▲TMMR P-W1000PM（for Cu Plating）

L/S= 20/20 mm

1st Layer
TMMR®

N-S4000 series
F.T. ：30um

2nd Layer
TMMF® N-S4030 series
　　　　　　　　　F.T.：30um　

Curing Condition：250 deg.C- 60 min.（Oven）

Non-Sb, Non-Halogen Type

▲TMMR/F N-S4000 series（for Protection）


